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Reaktivne magnetronove naprasovanie

* Do procesu naprasovania vstupuje reaktivny plyn, napr.
dusik a kyslik

* Reaktivny plyn obohacuje deponovanu vrstvu

* Reaktivny plyn zaroven ovplyvinuje cely proces
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Substrate

Reaktivne magnetronove napraSovanie




Hysterézne spravanie
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Depoziéna rychlost’

* Vacsina reaktivnych plynov vykazuje tzv. hysterézne
spravanie

* Pr1 zvySovani prietoku reaktivneho plynu sa tento
plyn adsorbuje na steny magnetronu a substratu, na terci sa
vytvara vrstva zloZzenych molekul , ter€ sa otravuje

* ZloZené molekuly sa odpraSuju zloZitejSie

* Proces depozicie/ rast vrstvy sa znane spomali

* Na zmenu z otravencho rezimu je nutné znizit’
prietok reaktivneho plynu na hodnotu vyrazne
mensSiu ako bola hodnota kedy vznikol otraveny stav
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e
Speedflo

* Umoznuje predist’ hysteréznemu spravaniu

* Na zaklade vstupného signalu podl'a ur¢itého algoritmu
dynamicky upravuje prietok reaktivneho plynu

» Standardnym vstupom je optické vlakno s filtrom
ktory prepusta uréiti vinova dizku, popripade
vstup pre BNC kabel
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Pdf+ algoritmus

* Pouziva pseudoderivaciu nameranej funkcie vstupného
signalu na zmene prietoku plynu
* Ma viacero premennych
At = 0...1 — oneskorenie reakcie na vstupny signal
Cl =0,001..1 — velkost’ maximalnej povolene;j
zmeny
K;=0,1..0,5 — suvisi s velkost'ou zmeny v jednom kroku
algoritmu
K, =0,0001..0,0005 —stvisi s vel'kost'ou Casovej
konStanty algoritmu
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Cl - meranie
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Ramp maod

 UrCeny na vytvaranie multivrstiev

* Ma dva mody

* V moéde actuator Speedflo linearne po zadanu dobu
zvacsuje, alebo zmensSuje prietok reaktivneho plynu

* V mode sensor Speedflo pomocou PDF+ algoritmu
meni prietok plynu tak, aby sa linedrne menil vstupny
signal
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Modelovanie reaktivneho magnetronového
naprasovania

* Vychadza z Bergovho modelu, dobre popisuje hysterézne

spravanie
Target .
Reactive z .|
gas -
0,0+ . ) . |
0 2 4
SUbStrate Prietok O2 [ssem]
Peter Klein
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Zavislost’ zmeny hysteréznej krivky na opotrebeni
terCa
* Predpoklada sa, Ze zmena prudovej hustoty pr1 pdvodne]

parametrizacii je konsStantnd, meni sa len vel'kost” efektivne;j

plochy
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Simulacia toku Ti a T1O, na substrat pomocou
metdédy Monte Carlo

- Predpoklad terca ako kosinusového ziarica
* Predpoklad balistickeho transportu W
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Zavislost’ zmeny hysteréznej krivky pri uvazeni
distribucie toku Ti a T1O, na substrat
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Zhrnutie

* Je mozné riadit’ proces v hysteréznej oblasti

* NajefektivnejSie riadenie pomocou PDF+ algoritmu je pre
parametre At = 0 a K, =0,0005, ostatné nemaji pozorovatelny
vplyv

* Ramp mod je vhodnym nastavenim na urcenie hysterézne;j
oblasti

* Simulacia zmeny hysteréznej krivky na opotrebeni terCa
ma mens1 vplyv ako ukazal experiment

* Pre vacsiu stabilitu a uniformnost’ vrstvy je vhodné vkladat’
substrat blizko osi simernosti.

* Uvazenie distribucie toku Ti a TiO, na substrat ma za nasledok
posunutie preskoku do otraveneho rezimu pri nizZSom prietoku
reaktivneho plynu
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Dakujem za pozornost
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